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摘要：在集成电路产业快速发展的时代背景下，电子封装作为产业链中的重要部分，对推动整个产业升级具有重要

影响。但目前该领域面临人才短缺的问题，技术更新速度快也对人才培养提出更高要求。以往的传统培养方式往往与

实际企业需求存在差距，难以适应行业发展的新形势。本文通过创建“高校-企业”双链条协同育人模式，开展“知识链

-能力链”双链条交叉融合培养，通过构建校企联合课程体系、共建实践平台、建立双导师制培养模式，达到人才与产

业需求的匹配度高的目的。该模式为推进产教融合提供可复制的经验，缓解高校教育滞后于产业实际的问题，也为新

工科建设中的人才培养提供实践路径。 
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Abstract: Amidst the rapid development of the integrated circuit industry, electronic packaging, as a critical component of the 

industrial chain, exerts a significant influence on driving overall industrial advancement. However, the field currently faces a 

shortage of skilled professionals, and the accelerated pace of technological updates imposes higher demands on talent 

cultivation. Conventional training approaches often fail to align with actual industry needs, rendering them inadequate to adapt 

to the evolving landscape. This study proposes a "university-enterprise" dual-chain collaborative talent development model, 

which integrates knowledge and competency chains through cross-disciplinary training. By establishing a joint curriculum 

system, co-building practical platforms, and implementing a dual-mentorship mechanism, the model achieves a high degree of 

alignment between talent capabilities and industrial requirements. This approach provides replicable experience for promoting 

industry-education integration, mitigates the lag of academic training behind industrial realities, and offers practical pathways 

for talent cultivation in the context of emerging engineering education. 
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1  引言 

1.1  研究背景 

电子封装是集成电路产业不可或缺的关键环节，它不仅影响着芯片的性能、可靠性和成本，更

对整个集成电路产业的发展起着重要的支撑作用[1-4]。随着 5G 通信、人工智能、物联网等新兴技术

的快速发展，对电子封装技术的要求日益提高，推动着电子封装技术不断创新迭代。 

然而，行业的快速发展带来了巨大的人才缺口。据相关数据显示，目前我国电子封装领域的专

业人才缺口每年达数万人，且呈现逐年扩大的趋势。同时，技术的快速迭代也对人才培养提出了严

峻挑战，传统的人才培养模式侧重于理论知识的传授，培养出的学生往往缺乏实际工程经验和创新

能力，难以适应企业对高素质技术人才的需求，导致人才培养与企业需求严重脱节[5]。 

1.2  研究意义 

 “高校-企业”双链条协同育人模式的研究与实践，旨在破解 “高校教育滞后于产业需求” 的难

题。通过高校与企业的深度合作，将企业的实际需求和前沿技术融入人才培养过程，使培养出的学

生能够更好地适应行业发展[6-8]。 

同时，该模式也为探索新工科背景下产教深度融合路径提供了有益尝试。新工科强调学科交叉

融合、注重实践能力和创新能力培养，双链条协同育人模式正是契合了这些要求，通过整合高校和

企业的优势资源，实现了教育与产业的无缝对接，为培养适应新时代发展需求的高素质工程技术人

才提供了新的思路和方法[9-11]。 

2  双链条育人模式构建 

2.1  理论框架 

2.1.1 知识链 

以高校为主导，构建从基础理论到专业技术再到前沿技术的完整知识体系。基础理论包括数学、

物理、化学、材料科学等，为学生奠定坚实的科学基础；专业技术涵盖电子封装工艺、封装设计、可

靠性分析等核心内容，使学生掌握电子封装领域的专业知识；前沿技术则涉及先进封装技术、智能

制造在封装中的应用等，让学生了解行业的最新发展动态和技术趋势。 

2.1.2 能力链 

在企业深度参与下，着重培养学生的工程实践能力、创新能力和职业素养。工程实践能力通过

让学生参与企业实际项目、在企业实习实训等方式进行培养；创新能力则通过组织学生参加创新设

计大赛、开展科研项目研究等途径提升；职业素养包括职业道德、团队协作、沟通能力等，通过企

业导师的言传身教和实际工作环境的熏陶来培养。 

2.1.3 双链交叉融合点 

课程实践、毕业设计、竞赛实训等环节成为知识链与能力链交叉融合的重要节点。在课程实践

中，学生运用所学的理论知识解决实际工程问题，实现知识向能力的转化[12]；毕业设计结合企业实

际需求，由高校导师和企业导师共同指导，培养学生综合运用知识解决复杂工程问题的能力；竞赛

实训则为学生提供了展示创新能力和实践能力的平台，促进知识和能力的融合提升。 

2.2  实施路径与措施 

2.2.1 校企联合课程体系构建 

企业参与课程大纲制定，企业专家凭借其丰富的实际经验，参与到封装材料、可靠性设计等核

心课程的大纲制定中，使课程内容更加贴近企业实际需求，确保学生所学知识与企业应用接轨[13]。
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开设 “企业定制模块”，针对企业特定需求和行业前沿技术，开设先进封装工艺、智能制造技术等 “企

业定制模块”课程[14-16]。课程由企业工程师授课，采用案例教学、实践操作等方式，使学生能够快速

掌握企业所需的专项技能。 

2.2.2 实践平台共建 

共建联合实验室；实验室配备先进的设备和仪器，为学生提供良好的实践环境。企业提供最新

的技术支持和实际的项目案例，高校则负责实验室的日常管理和教学安排。桂林电子科技大学与桂

林市晶瑞传感技术有限公司、桂林立德智兴电子科技有限公司共建广西半导体芯片封装与测试科技

成果转化中试研究基地，该基地成为《电子封装结构设计与热设计》和《电子封装工艺与设备》课

程的实验和生产实习基地。 

2.2.3 双导师制创新 

企业工程师参与授课与毕业设计指导，企业工程师走进课堂，为学生讲授实际工程案例、行业

发展动态等内容，补充高校教师在工程实践方面的不足[17-19]。毕业设计环节，企业工程师与高校教

师共同担任导师，根据企业的实际需求确定毕业设计题目，指导学生完成设计任务，使毕业设计更

具实用性和针对性。 

3  实践案例与成效分析 

3.1  典型案例 

3.1.1 高校与企业开设 “微电子智制造工程” 

企业提供设备支持与案例库；深圳市顺昱自动化设备有限公司为该微专业提供了先进的封装设

备和丰富的案例库，包括各种芯片封装的实际案例、技术参数、工艺流程等。学生可以在实验室中

使用这些设备进行实践操作，通过案例库了解不同类型芯片的封装要求和解决方案。学生参与企业

实际项目，如超声波焊接换能器模组的设计等。学生与企业工程师共同工作，运用所学的知识和技

能解决项目中遇到的问题，积累实际工作经验。通过参与实际项目，学生的工程实践能力和创新能

力得到显著提升，部分学生的设计方案被企业采纳。 

3.1.2 校企联合举办“电子封装创新设计大赛” 

企业命题+高校指导+联合评审，大赛由企业根据实际生产和研发中遇到的技术难题或创新需求

命题，高校教师负责指导学生进行方案设计和制作，最后由校企双方组成评审委员会进行联合评审。

这种方式确保了大赛题目与企业需求的紧密结合，提高学生作品的实用性。 

优秀作品直接转化为企业研发方案，大赛中的优秀作品具有较高的创新性和实用性，能够直接

转化为企业的研发方案，为企业带来经济效益。同时，这也激发了学生的创新热情，提高了学生的

创新能力和实践能力。电子封装技术专业组织学生参加各类电子封装创新设计大赛，学生作品多次

获奖，部分优秀作品被企业采用。 

4  推广应用情况 

4.1  国内高校推广案例 

国内多所高校通过与桂林电子科技大学交流，推广其电子封装技术专业建设经验并取得良好效

果。上海工程技术大学赴桂交流，聚焦该专业汲取教育创新和产教融合经验；广东工业大学经两轮

交流，了解其跨学科产教融合实践教学体系后积极推动自身相关体系建设；汕头大学调研后坚定申

报新专业决心并获建设借鉴；福州大学访问后表示将借鉴其做法推动学科建设和人才培养模式改革。 
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4.2  获得的认证与奖项 

桂林电子科技大学电子封装技术专业于 2019 年入选区级一流本科专业建设点，2020 年入选国

家级一流本科专业建设点，充分体现了该专业在人才培养、教学质量等方面的优势和特色。 

2023 年桂林电子科技大学电子封装技术专业通过工程教育专业认证，成为全国电子封装技术专

业中唯一通过该认证的专业。这标志着该专业的人才培养质量达到了国际认可的标准，也证明“高校

-企业”双链条协同育人模式的有效性。 

在 2025 年第二届中国机械行业产教融合教育教学创新大赛中，所参加的“产教共融 “筑基-强链”：

电子封装技术专业人才培养探索与实践”荣获国家二等奖。 

5  结论与展望 

企业深度参与人才培养的全过程，包括课程体系构建、实践平台建设、毕业设计指导等，使教

育教学与企业实际需求紧密结合，打破高校教育与产业发展脱节的局面，有效破解“产教两张皮”的

难题。通过知识链和能力链的双轨并行，以及高校与企业的深度合作，培养出的学生不仅具备扎实

的理论知识，还拥有较强的工程实践能力和创新能力，能够快速适应企业的工作需求，有效提升人

才与产业需求的匹配度。从桂林电子科技大学电子封装技术专业的就业情况来看，毕业生就业率达 

98% 以上，且就业单位多为国内外著名企业和研究所，充分说明该模式的成效。 
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